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单板PCB设计要求
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单板简介

硬件工程师联系方式
	姓名
	电话
	EMAIL

	
	
	

	
	
	

	
	
	


单板功能及信号流向

单板基本参数

板名：

希望的层数：   

板厚：****MM（公差有特殊要求的请说明）
板材：

表面工艺：   

尺寸：  长（mm）  X   宽（mm） (若有结构图或参考结构图请提供)
期望的最小布线线宽：mil（无特殊要求可不写）
期望的最小布线间距：mil（无特殊要求可不写）
期望的最小过孔： （无特殊要求可不写）
焊接工艺：一般为双面回流焊（贴片）＋手工补焊（插件）
单板类型：（数字板、模拟板、数模混合板、电源板、射频板、背板、工装板或其它）

应用软件及版本：（请注明使用的设计软件及准确的版本）

器件封装确认

请提供含有准确封装信息的原理图或网表文件，需要建库的元件请提供器件资料及其在原理图中的位号。临时代用的封装、需兼容的封装请在此列明。

仿真要求
请根据您的需求描述下需要仿真的信号和电源网络；
信号描述：要仿真的信号列表，速率，通道数等；

电源描述：电流大小；

器件的仿真模型：需要仿真信号的相关器件的仿真模型，高速仿真器件模型格式一般为ibis-ami；

仿真所用芯片datasheet：用于查找信号对应的判定规范

可联系工程师进行沟通评估周期与报价，没有仿真要求请忽略。
布局基本要求

基本布局要求
有结构图，请提供结构图DXF文件；
请说明定位器件位置要求，限高区、禁布区等相关结构要求；
有需要加散热片？空间预留？器件间距要求？

其它要求等
功能测试点的要求

关键器件说明（包括datasheet等）

布线要求

单端总线网络

	网络名称
	速率或频率（HZ）
	阻抗（ohm）
	等长控制误差范围
	备注

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


差分网络

	网络名称
	速率或频率（HZ）
	阻抗（ohm）
	等长控制误差范围
	备注

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


备注：建议差分网络以+/-或N/P作后缀，以利识别。

时钟
	网络名称
	速率或频率（HZ）
	阻抗（ohm）
	等长控制误差范围
	备注

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


其他关键网络及等长要求

	网络名称
	速率或频率（HZ）
	阻抗（ohm）
	等长控制误差范围
	备注

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


电源地网络设计要求

请列出电源地的特殊设计要求，如单点接地、静电泻放条、电源、地分割、挖空等要求。

各电源电流值大小

3.3V---------------?? A

1.2V---------------?? A

…

其它要求
如建议叠层等其它要求
接口电路设计要求

请列出各个接口部分的特殊电路设计要求，若无要求，将按照我司规范设计。
ICT测试点要求
丝印要求

请列出具体的丝印要求。

1) 项目名:

2）日期： 

3)  …

其它要求
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